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Einfach kann jeder – Becker & Müller sind die Spezialisten 
für komplexe Leiterplatten. Der mittelständische 

Familienbetrieb ist spezialisiert auf Prototyping sowie 
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hochgradig individuellen Lösungen ist Becker & Müller 
gefragter Partner bei der Entwicklung und Herstellung 
anspruchsvoller Leiterplatten für unterschiedlichste 

Branchen.
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